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(S) Kontaktlose Chipkarte mit Transponderspule 

@ Die Erfindung betrifft eine Identifikationskarte mit 
Transaktionsspule und ein Verfahren zu deren Herstel- 
lung. Die Transaktionsspule ist in Form einer Silber- bzw. 
allg. Leitpasten-Siebdruckausfuhrung ausgebildet, die in 
einen den ublichen ISO Normen entsprechenden Kunst- 
stoff-Kartenkorper eingebracht werden und deren Enden 
anschlieftend mittels Frasprozefc fur die Implantation ei- 
nes speziellen Chipmoduls freigelegt werden oder deren 
Kontaktenden bereits im Laminier- oder Spritzguftvor- 
gang freigehalten worden sind und dessen Kontaktierung 
nur durch eine bewuftte Druckaufbringung erfolgen kann 
und automatisch nach Beendigung dieses Druckaufbrin- 
gens inaktiv wird. 
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Die Erfindung betrifft eine kontaktlose Chipkarte mit 
Transponderspule und ein Verfahren zu deren Herstellung. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Identifi- 5 
kationskarte mit Transponderspule und eingebautem Chip- 
modul, wobci die auf dem Chipmodul gcspcichcrtcn Datcn 
ausgelesen und mit Hilfe der Transponderspule kontaktlos 
auf einen Empfanger ubertragen werden konnen. 

Identifikationskarten zur kontaktlosen Trans aktion wer- 10 
den entsprechend den ISO/EEC DIS 10536 Normen fur die 
unterschiedlichsten Anwendungen einer Standardisierung 
unterworfen. Zielsetzung aller dieser Normen ist die Erho- 
hung der Sicherheit und der Geschwindigkeit von Identifi- 
kations- und Transaktionsvorgangen bei gleichzeitiger Re- 15 
duktion der integralen Kosten und einer weltweiten Anwen- 
dung und gewissen Kompatibilitat. 

Identifications vorgange mittels sogenannter handgehalte- 
ner beriihrungsloser Identifikationskarten werden in immer 
starkerem AusmaB im offentlichen Personen und Nahver- 20 
kehr bzw. ganz allgemein zur komfortablen und raschen 
Identifikation bzw. Zutrittskontrolle und oftmals der vollau- 
tomatischen Abbuchung entsprechender Werteinheiten oder 
Geldbetrage verwendet. 

Im iiberwiegenden MaBe wird diese rasche und unbe- 25 
merkte Identifikation sinnvoll und vom Besitzer voll akzep- 
tiert stattfinden. 

Bei miBbrauchlichem Einsatz ist der Benutzer ziemlich 
machtlos und kann erst riickwirkend diesen MiBbrauch fest- 
stellen. Aus diesem Grund werden reine Geldtransaktionen 30 
bevorzugt mittels kontaktbehafteter Chipkarten durchge- 
fiihrt und der Transaktionsvorgang bewuBt und oftmals nur 
nach Eingabe einer personlichen Identifikationsnummer 
(PIN) durchgefiihrt. 

Bei alien Arten von Identifikationskarten Applikationen 35 
mittels beriihrungsloser Transponder- Chipkarten mils sen 
die Aspekte der landerweit durchaus sehr unterschiedlichen 
Datenschutzgesetze und Verordnungen bzw. ganz allgemein 
der guten Sitten berucksichtigt werden. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 40 
eine Chipkarte der eingangs erwahnten Art so weiterzubil- 
den, daB mittels eines moglichst kostengiinstigen Prozesses 
ein moglichst einfach anwendbares Produkt dem Benutzer 
einer derartigen beriihrungslos funktionierenden Chipkarte 
die Moglichkeit gibt, den Vorgang der Identifikation und 45 
Transaktion bewuBt herbeizufuhren und weiters damit jegli- 
che Kollision oder Konfrontation mit dem Datenschutzge- 
setz zu vermeiden. 

Die Losung dieser Aufgabe ist durch die technischen 
Merkmale des Anspruchs 1 gegeben. 50 

Ein Herstellungsverfahren der erfindungsgemaBen Chip- 
karte ist Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 11. 

Wesentlich bei der vorliegenden Erfindung ist demnach 
die bewuBte S chaining einer Transponderspule, wobei be- 
vorzugt die Kontaktflachen der Transponderspule mit zuge- 55 
ordneten Kontaktflachen eines Chipmoduls durch die will- 
kurliche Schaltung miteinander verbunden werden. 

In einer ersten, bevorzugten Ausfuhrungsform erfolgt 
diese Durchschaltung der Kontaktflachen der Transponder- 
spule zu den Kontaktflachen des Chipmoduls fiber ein ohm- 60 
sches Kontaktelement, welches z. B. aus einem drucksensi- 
tiv-leitenden Silikongummi besteht, welches als Kontakt- 
material im Zwischenraum zwischen den beiden einander 
gegeniiberliegenden Kontaktflachen liegt und - sobald der 
Luftzwischenraum zwischen den Kontaktflachen kompri- 65 
miert wird, kommt dieses Kontaktelement sowohl in direk- 
ten ohmschen Kontakt mit den Kontaktflachen der Trans- 
ponderspule als auch mil den gegenuberliegenden Kontakt- 


flachen des Chipmoduls. 

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Erkenntnis zu- 
grunde, daB die Implantation eines Chipmoduls mit Kon- 
taktflachen in der Karte und der Kontakt mit den beiden En- 
den der Spule prozeBtechnisch sehr einfach mittels soge- 
nannter druckempfindlicher leitfahiger Silikon-Gummi- 
Mattcn mit Silbcrkiigclchcn herbcigefiihrt werden kann, und 
in einer weiteren Ausfuhrungsform, durch die Ausbildung 
des Kartenkorpers und des zu implantierenden Chipmoduls 
eine Art mechanischer Schalter derart hergestellt werden 
kann, daB im Ruhezustand ein entsprechender Luftspalt 
zwischen den Kontaktpartnern gegeben ist, der nur durch 
mechanischen Druck, bei spiels weise durch Fingerdruck, im 
Bereich des Chipmoduls iiberbriickt werden kann und da- 
durch zum Kontakt zwischen Chipmodul und Transponder- 
spule und damit zur Aktivierung der Transponder-Chip Ein- 
heit fiihrt. 

In einer weiteren typischen Ausfuhrungsform kann das 
Chipmodul ein sogenanntes Hybridmodul sein, das entwe- 
der zwei Chips beinhaltet, wobei ein Chip fur die beriih- 
rungslose Transaktion und ein zweiter Chip fur die standard- 
maBige kont.aktbehaft.ete Transaktion zustafidig ist, oder 
aber einen Kombinationschip enthalten, der beide Funktio- 
nen in einem Chip vereint. In beiden Fallen miissen die Kon- 
takte fur die Transponderspule an der Unterseite bzw. Innen- 
seite des Chipmoduls liegen, respektive auf der Seite, die 
den Kontaktflachen des kontaktbehafteten Chipmoduls ge- 
geniiberliegt. 

In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung ist es 
vorgesehen, daB die Schaltung der Transponderspule nicht 
durch willkiirliche Schaltung eines Kontaktelements erfolgt, 
sondern daB die Schaltung durch ein externes Signal ausge- 
lost wird. Diese weiterfuhrende technische Lehre hat den 
Vorteil, daB die Chipkarte nach der Erfindung gleichzeitig 
auch diebstahlgesichert ist. Ein externes Signal zum Schal- 
ten der Transponderspule wird beispielsweise von einem 
Personenerkennungs system ausgelost, welches z. B. visuell 
oder akustisch die Berechtigung des Benutzers zum Eintritt 
in einen bestimmten Bereich erkennt. Sobald dieses System 
den berechtigten Benutzer erkannt hat, wird ein derartiges 
externes Signal ausgelost, welches dann die Transponder- 
spule schaltet. Die Transponderspule liest dann die in dem 
Chipmodul gespeicherten Daten, wie z. B. Identifizierung, 
Zeitpunkt und andere Personendaten aus, wodurch sicherge- 
stellt ist, daB auch nur der berechtigte Benutzer dieser Chip- 
karte durch den geschiitzten Eingangsbereich gelangt. 

Transaktions-Chipkarten sind durch den erforderlichen 
Aufbau und aufgrund der noch nicht in GroBserien gefertig- 
ten Chiptypen bzw. Chipmodule iiblicherweise teurer in der 
Herstellung und in Verbindung mit einer typischen Identifi- 
kation s an wendung haufiger und meist auch langer im Ein- 
satz als herkommliche kontaktbehaftete Chipkarten. An die 
Lebensdauer und Verwendungshaufigkeit derartiger hand- 
gehaltener Karten werden groBe Anforderungen gestellt und 
diesbeziiglich stellt die Biegebeanspruchung ein wesentli- 
ches Kriterium dar. Eine Schwachstelle dabei sind die Kon- 
takte und die Dimension der Chipflache. In der vorliegenden 
Erfindung wird der feste mechanische Verbund zwischen 
Kartcnkorpcr und Chipkontaktcn vermicden und damit we- 
sentlich geringere Anforderungen an die SpannungsriBfe- 
stigkeit der Kontaktelemente und die GleichmaBigkeit der 
Warmeausdehnungskoeffizienten der verschiedenen Ver- 
bundpartner gestellt. 

Die Herstellung der Kartengrundkorper erfolgt in bekann- 
ter Weise einer typischen Ausfuhrungsform dadurch, daB 
diinne Druckbogen mit typisch 80 bis 350 Mikrometer 
Dicke und Formaten fur Mehrfachnutzen, typischerweise 24 
bzw. 48 Karten pro Druckbogen mit Abmessungen von bei- 
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spielsweise 30 X 50 cm oder 50 x 70 cm mit den in der Kre- 
ditkartenproduktion ub lichen Offsetdrucken und Siebdruk- 
ken kundenspezifisch gestaltet werden und falls notwendig 
mit entsprechenden thermisch aktivierbaren Klebebeschich- 
tungen, bevorzugt im Siebdruck, versehen werden. 5 

Im folgenden wird eine Ausfuhrungsform der Erfindung 
anhand von Zcichnungcn nahcr crlautcrt. Hicrbci gchcn aus 
den Zeichnungen und ihrer Beschreibung weitere erfin- 
dungswesentliche Merkmale und Vorteile der Erfindung 
hervor. 10 

Fig. 1: zeigt den Schnitt durch den Chipmodulbereich ei- 
ner Chipkarte nach der Erfindung, 

Fig. 2: die Draufsicht auf die Folie mit Darstellung der 
Transponderspule, 

Fig. 3: die Draufsicht auf die Oberseite der Chipkarte bei 15 
noch nicht eingesetztem Chipmodul und noch nicht einge- 
setztem Schaltelement, 

Fig. 4: eine Abwandlung gegeniiber Fig. 3. 

Wie in Fig. 1 gezeigt, werden beispielsweise je zwei ty- 
pisch 80 my dicke, transparente Deckfolien 1 und 2 als so- 20 
genannte Overlayfolien verwendet. Diese transparenten 
Overlay folien konnen nun wahlweise auf den Innenseiten 
mit thermisch aktivierbaren Schmelzklebern mittels Sieb- 
druck oder direkt beim Folienzulieferanten beschichtet wer- 
den, wobei je nach geforderter Qualitat als Material z. B. 25 
PVC-h, ABS, PET oder Polycarbonat (PC) eingesetzt wer- 
den kann und im weiteren dabei gegebenenfalls auf die Ver- 
wendbarkeit fur Laserbeschriftungen und/oder Hochpragun- 
gen und/oder den Einbau eines Magnetstreifens geachtet 
werden muB. 30 

Als nachste Schichten sind Folien 3 und 5 vorgesehen, 
wobei deren nach auBen gerichtete Flachen grafisch mittels 
Offsetdruck und Siebdruck bzw. auch mittels der verschie- 
denen digitalen Druckverfahren kundenspezifisch gestaltet 
werden konnen. Ublicherweise werden diese Folien in neu- 35 
tralem Farbton und in Dicken von 80 my bis 350 my ver- 
wendet. Die inner ste Schicht der Chipkarte bildet eine Kern- 
folie 4, die z. B. aus ABS- oder PC-Material besteht und 
eine Dicke von z. B. 300 my aufweist. 

Im vorliegenden Beispiel wird die Folie 5 in einer Dicke 40 
von etwa 300 my eingesetzt und kann in Kombination mit 
einer PC-Deckfolie 1 z. B. aus ABS sein. In der Ausfuhrung 
ABS wird entsprechend dem im Vergleich zu PC niedrige- 
rem Schmelzpunkt eine bessere RieBeigenschaft erreicht, 
was unter Umstanden einen homogeneren Laminataufbau 45 
bewirken kann. 

Folie 3 wird in moglichst diinner Ausfuhrung, typisch 80 
my verwendet und wird bevorzugt aus PC-Material sein, um 
die Trocknungsvorgange der aufgebrachten Silberpasten- 
drucke auf der Innenseite ohne wesentliche Schrumpfung 50 
bestehen zu konnen. D.h. auf dieser 80 my PC-weiB Folie, 
die auBen grafisch gestaltet ist, wird auf der Innenseite mit- 
tels Siebdruck, bevorzugt Zylindersiebdruck, eine soge- 
nannte Transponderspule 13 gedruckt. Dabei werden han- 
delsiibliche Silberpasten, bevorzugt mit guter elektrischer 55 
Leitfahigkeit und geeignet fur den Kunststoff-Foliendruck 
eingesetzt. Derartige Silberpasten werden bei der Herstel- 
lung flexibler Leiterplatten aus Polyester- und Polyamidfo- 
licn verwendet und konnen bei etwa 120°C gctrocknct wer- 
den, ohne daB eine maBliche Beeintrachtigung dieser PC'- 60 
Folien stattfindet, was natiirlich fiir diesen Mehrfachnutzen- 
aufbau sehr wesentlich ist. 

Die Geometrie der Transponderspule wird je nach Anfor- 
derung an die Eigenschaften der Spule 13, d. h. die Anforde- 
rung an den Sende- und Empfangsvorgang und die Hone der 65 
erzeugten Induktionsspannung in der Spule - zwecks 
Stromversorgung des Halbleiterbausteins - gewahlt werden. 

Dabei konnen die Anzahl der Windungen, die Leiterbahn- 


breite und der Leiterbahnabstand, die Formen der AnschluB- 
kontakte 10 und natiirlich die Dicke des Leitpastenaufbaues 
bzw. die Art der verwendeten Leitpaste variiert werden. Ty- 
pischerweise werden einige 3 bis 5 Windungen mit Leiter- 
bahnbreiten im Bereich 100 my bis 1 mm gewahlt werden. 
Um den ohmschen Widerstand moglich niedrig zu halten, 
werden u. U. mchrcrc iibcrcinandcrlicgcndc Druckc durch- 
gefiihrt. In einer kostengunstigeren Variante konnen die Sil- 
berpasten auch durch Karbonpasten, Kupferpasten oder Mi- 
schen aus den verschiedenen Leitpastentypen erfolgen. 

Ein sehr wesentliches Detail stellt die Art der AnschluB- 
kontakte 10, d. h. die Ausbildung der Enden der Spule 13 
dar, da diese zur Kontaktierung des Chipmoduls 7 benotigt 
werden. 

In der vorliegenden Erfindung ist nun sehr wesentlich, 
daB die AnschluBflachen 9 des Chipmoduls 7 auf der Unter- 
seite, d. h. der Seite, die in Kontakt zu den Spulen-An- 
schluBkontakten 10 treten sollen, liegen und einen entspre- 
chend weiten Ab stand haben, so daB die Bahnen der Spule 
13 dazwischen durchgefiihrt werden konnen und die Enden 
der Spule 13 relativ groBflachig ausgefuhrt werden konnen. 
Ubliche Leitpastendrucke in Einfach- und Mehrfachdruck- 
ausfiihrung weisen eine Dicke von 10 bis 30 my auf, typisch 
15 bis 20 my im getrockneten Zustand. 

Die Freifrasung der Ausnehmungen 14 und 15 im An- 
schluB an die Lamination des gesamten aus den Folienlagen 
1-5 bestehenden Paketes muB nun sehr exakt auf die erfor- 
deiiiche Tiefe eingestellt werden, um einerseits die Leitpa- 
ste der Transponderspule 13 elektrisch freizulegen, jedoch 
andererseits keine zu starke Reduktion der Leitpastendicke 
und damit Reduktion des Leitungsquerschnittes der Spule 
13 herbeizuflihren. 

Ubliche Frasanlagen fiir die Vertiefungen von Chipmodu- 
len arbeiten mit Toleranzen bis zu +/-10 my. Im vorliegen- 
den Fall ist jedoch eine Toleranz von vorzugsweise +/— 3 my 
anzustreben. Dabei spielt noch die Dicken-Toleranz der Fo- 
lienlagen 2 und 3 eine sehr wesentliche Rolle, da diese in die 
Toleranzrechnung mit einbezogen werden miissen. 

Diese sehr genaue mechanische Freilegung der Kontakte 
10 der Spule 13 ist in der vorliegenden Erfindung gegeniiber 
dem Stand der Technik insofern von Bedeutung, als iibli- 
cherweise derart freigelegte Kontakte 10 mittels Leitkleber 
oder Leitpaste kontaktiert werden und damit den Flachen- 
leitwert verbessern. 

In der vorliegenden Erfindung werden jedoch diese An- 
schluBflachen 10 der Spule 13 nur mittels eines Schaltele- 
ments 6 kontaktiert. Dieses Schaltelement 6 kann beispiels- 
weise aus sogenannten druckempfindlich-leitenden Gummi- 
matten in Materialstarken von z. B. 0,2 bis 0,3 mm bestehen 
bzw. aus einzelnen Kontaktelementen pro AnschluB 10a 
bzw. 10b. 

Derartige Gummimatten werden ublicherweise mit Nik- 
kelkiigelchen oder Silberkiigelchen in Form einer Matrix 
hergestellt und werden erst bei Druck leitend. GemaB dem 
Stand der Technik werden derartige Drucksensitiv-leitende 
Gummimatten z. B. zur Kontaktierung von Glassubstraten, 
typisch LCD's und Bildschirmen als auch flexiblen Substra- 
ten verwendet und dabei wird mittels entsprechender Klam- 
mcrn Druck iibcr entsprechenden AnschluBflachen herge- 
stellt. 

Im vorliegenden Fall konnen mittels derartiger drucksen- 
sitiv-leitender Gummimatten sehr einfache und effiziente 
Schalter hergestellt werden, die auf extrem geringen Raum 
einen funktionellen Kontakt ohne starke Deformationsvor- 
gange in den einzelnen Lagen der Identifikationskarte her- 
stellen konnen. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform ist vorgesehen, die 
Dicken der einzelnen Folienlagen 1-5 der ID-Karte derart 
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abzustimmen, daB die Lagen 2 und 3 als Membrane verwen- 
det werden konnen und zwischen sich einen Luftspalt ein- 
schlieBen, der durch Druckaufbringung uberbruckt und so- 
mit ein Kontakt zwischen Chiprnodul 7 und Transponder- 
spule 13 hergestellt werden kann. Dabei werden die Leitpa- 5 
stenkontaktflachen 10 der Spule 13 mit den Kontaktflachen 
9 dcs Chipmoduls 7 zusammcngcprcBt und dadurch die 
Funktion der Transponder-Chipkarte aktiviert. Das System 
ist ebenfalls ohne bewuBte Druckaufbringung nicht aktiv 
und es kann daher keinerlei unbewuBte Identifikation oder 10 
Trans aktion stattflnden. 

In Erweiterung dieser genannten Ausfuhrungsform kon- 
nen nach deren Freilegung auf die AnschluBflachen 10 der 
Leitpastenkontaktflachen leitfahige elastomere Kontaktele- 
mente mittels Dispenser oder Tampondruck aufgebracht 15 
werden, so daB im Falle des Druckaufbringens ein elasti- 
sches leitendes Element zwischen den Kontakten 9 und 10 
vorhanden ist und damit zu einer optimalen Kontaktsicher- 
heit fiihrt. 

Die Ausfuhrung des Chipmoduls 7 wird geometrisch ge- 20 
maB dem Stand der Technik ausgefiihrt, allerdings mit nach 
innen zur Transponderspule gerichteten Kontaktflachen 9, 
bevorzugt in vergoldeter bzw. auch verzinnter oder vernik- 
kelter Oberflachenausfuhrung. Wahlweise kann das Chip- 
rnodul noch mit oberseitigen Kontakten fur die Kontaktie- 25 
rung eines kontaktbehafteten Chipsystems ausgefiihrt wer- 
den, wobei je nach Kundenwunsch ein oder zwei Halbleiter- 
elemente zum Einsatz gelangen. Die mechanische Fixierung 
des Chipelements 7 erfolgt in einer formangepaBten Ausfra- 
sung 14, 15 der Folienschichten 1, 5 und 4 mittels einer Kle- 30 
bebefestigung 8. Dadurch werden optimale Festigkeitswerte 
hinsichtlich der Biegewechselfestigkeit erreicht, als auch 
eine optimale Abdichtung des Innenraums (Kontaktraumes) 
gegen etwaige Silbermigration der Silberleitpaste. Weiters 
kann mittels dieses dem Stand der Technik entsprechenden 35 
Prozesses eine exakte Planheit der Oberfl achen erreicht wer- 
den. 

Die Fig, 3 und 4 zeigen eine Draufsicht auf die Oberseite 
(Deckfolienlage 1) der Chipkarte bei noch nicht eingesetz- 
tern Chiprnodul und noch nicht eingesetzten Schaltelement. 40 
Man erkennt im Bereich der Ausfrasung einen Ausschnitt 
der Folienlage 3 mit aufgebracht er Transponderspule und 
deren Kontaktanschlussen 10. Die Kontaktanschlusse 10 
konnen z. B. punktformig 10a oder zur VergroBerung der 
Kontaktflache oval 10b ausgebildet sein. Die Ausfrasung 45 
vergroBert sich hin zur Kartenoberflache (vgl. Fig. 1) und 
man erkennt einen Teil der Folienlage 5, mit welcher spater 
das Chiprnodul 7 verklebt oder verschweiBt wird. 

Bezugszeichenliste 50 

1 Deckfolie 

2 Deckfolie 

3 Folie 

4 Kernfolie 55 

5 Folie 

6 Schaltelement 

7 Chiprnodul 

8 Klcbcr 

9 Kontaktflache 60 

10 Kontaktflache (10a, 10b) 

11 Finger 

12 Kunststofflage 

13 Transponderspule 

14 Ausnehmung 65 

15 Ausnehmung 


Patentanspruche 

1. Kontaktlose Chipkarte mit Transponderspule und 
eingebautem Chiprnodul, wobei die auf dem Chiprno- 
dul gespeicherten Daten ausgelesen und mit Hilfe der 
Transponderspule kontaktlos auf einen Empfanger 
iibcrtragen werden konnen, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Transponderspule (13) zur bewuBten Aktivie- 
rung und damit Auslosung einer Identifikation oder 
Transaktion der Chipkarte schaltbar ausgebildet ist. 

2. Kontaktlose Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch - 
gekennzeichnet, daB die Schaltung der Transponder- 
spule (13) willkurlich, z. B. durch Fingerdruck erfolgt. 

3. Kontaktlose Chipkarte nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die willkurliche Schaltung 
der Transponderspule (13) durch einen ohmschen Kon- 
taktschluB zwischen Kontaktflachen (10) der Trans- 
ponderspule (13) und entsprechenden Kontaktflachen 
(9) des Chipmoduls (7) erfolgt. 

4. Kontaktlose Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Schaltung der Transponder- 
spule (13) durch ein exteraes Signal verursacht wird. 

5. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspruche 
1^4, dadurch gekennzeichnet, daB die Chipkarte aus 
mehreren Folienschichten besteht und zumindest zwei 
Deckschichten (1, 2) und eine oder mehrere Zwischen- 
schichten (3-5) aufweist. 

6. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspruche 
1-5, dadurch gekennzeichnet, daB die Chipkarte eine 
Ausnehmung (14, 15) aufweist, die sich vorzugsweise 
iiber die Folienschichten (1, 4, 5) erstreckt, wobei das 
Chiprnodul (7) in der Ausnehmung (14, 15) angeordnet 
ist. 

7. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspruche 
1-6, dadurch gekennzeichnet, daB das Chiprnodul (7) 
in Richtung zur Transponderspule (13) gerichtete Kon- 
taktflachen (9) aufweist. 

8. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspruche 
1-7, dadurch gekennzeichnet, daB die Transponder- 
spule (13) auf einer der Zwischenschichten (3-5) auf- 
gebracht ist und im Bereich der Ausnehmung (14, 15) 
angeordnete Kontaktflachen (10) aufweist. 

9. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspruche 
1-8, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen den Kon- 
taktflachen (9) des Chipmoduls und den Kontaktfla- 
chen (10) der Transponderspule (13) eine drucksensi- 
tiv-leitende Gummimatte (6) angeordnet ist, die ohne 
Druckbeaufschlagung isolierend wirkt und nurbei hin- 
reichendem Druck leitend wird und dadurch einen 
Kontakt zwischen den Kontaktflachen (9, 10) herstellt. 

10. Kontaktlose Chipkarte nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Gummimatte (6) aus einer Si- 
likongummimatte mit matrixformig angeordneten S ii- 
ber- bzw. Nickelkugelchen besteht. 

11. Verfahren zur Herstellung einer kontaktlosen 
Chipkarte gemaB einem der Anspruche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, 

daB mehrere ubereinanderliegende Folienschichten 
mitcinandcr zu einer Chipkarte verbunden werden, 
daB zuvor eine der inneren Folienschichten mit einer 
elektrisch leitenden Transponderspule bedruckt wird, 
wobei an den Enden der Transponderspule Kontaktfla- 
chen vorgesehen werden, 

daB durch einen Frasvorgang an der Chipkarte, im Be- 
reich der Kontaktflachen, eine Ausnehmung zur Auf- 
nahme des Chipmoduls geschaffen wird, wobei die 
Ausfrasung bis zur mit der Transponderspule bedruck- 
ten Folienschicht reicht, 
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'age 

daB das Chipmodul derart in die Ausnehmung einge- 
setzt wird, daB des sen Kontaktflachen in einem Ab- 
stand zu den Kontaktflachen der Transponderspule zu 
liegen kommen, so daB sich die Kontaktflachen nicht 
beriihren. 5 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zcichnct, daB zwischcn die Kontaktflachen der Chip- 
moduls und die zugeordneten Kontaktflachen der 
Transponderspule ein drucksensitiv-leitendes Schalt- 
element eingelegt wird. 10 

13. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB auf die Kontaktflachen der Transponder- 
spule nach deren mechanischem Freilegen mittels eines 
Frasprozesses mittels Dispenser oder Tampondruck 
elastische leitende Kontaktpunkte aufgebracht werden, 15 
welche bevorzugt aus Silber-, Karbon-, Kupfer- oder 
Nickel- gefullten Elastomerpasten bestehen. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Elastomerpasten aus Silikongummi 
mit typisch 1-10 mOhnucm Volumen wider stand be- 20 
stehen und im Falle des Zusammendruckens einen gu- 
ten und elastischen und damit sicheren elektrischen 
Kontakt ermoglichen. 

15. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB durch den FreifrasprozeB der Ausneh- 25 
mung fur das Chipmodul nicht die gesamte Flache bis 

zu der Oberflache der Transponderspule freigelegt 
wird, sondern lediglich selektiv im Bereich der beiden 
Kontaktflachen mittels spezieller Stirnfraser und ent- 
sprechend erhohter z-Achsen Genauigkeit und an- 30 
schlieBend in diese Vertiefungen entsprechende Elasto- 
merkontaktelemente eingebracht werden, die mittels 
Druckbeaufschlagung zu einer Aktivierung des Trans- 
ponder-Chip-Systems fiihren. 
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The invention relates to a contactless smart card with a transponder coil 
and a method for their preparation. 

The present invention is an identification card with built-in chip 
transponder coil and module, which can be read on the chip module 
stored data and using the transponder coil is possible to transmit to a 
receiver. 

Identification cards for contactless transactions are subject according to 
the ISO / IEC DIS 10 536 standards for a wide range of applications for 
standardization. Objective of all these standards is to increase security 
and speed of identification and transaction processes at the same time 
reducing the integral costs and a certain universality and compatibility. 

Identification processes by means of "hand-held contactless 
identification cards will be in ever greater extent in the public and local 
people and more generally used for simple and rapid identification and 
access control and fully automatic debit often the corresponding units of 
value or cash. 

For most, this mass rapid identification and unnoticed reasonable and 
fully accepted by the owner to take place. 

For abusive use is the user rather powerless and can not retroactively 
establish the abuse. For this reason, purely financial transactions 
carried out preferably by means of contact smart cards and aware of the 
transaction process, and often only after entering a personal 
identification number (PIN) is carried out. 

In all types of ID card applications using contactless smart card 
transponder, the aspects of the country quite far very different privacy 
laws and regulations and generally accepted principles of morality are 
considered. 

DE 195 00 925 A1 a smart card for contactless data transfer is known, 
having a transponder coil and a built-chip module. After completion of 
the map with pre- integrated transponder coil, the chip module is 
inserted into a corresponding recess on the map. For electrical coupling 
to the chip module has the transponder coil pads that are connected 
after installing the chip module with the on-chip module arranged pads. 
The contact areas are thereby unique electrically and mechanically 
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connected to each other, creating a solid, non-switchable connection 
between the chip module and the transponder coil. 

DE 42 05 827 A1 discloses a contact-free operating smart card with an 
integrated switch, by which a resonant circuit for the remote 
transmission of data can be activated. 

Finally, is disclosed in DE 44 03 753 C1 a smart card for contact-free 
data transmission with one located on the card surface acting as a 
switch contact block, with the help of functions of the card can be turned 
on or off. 

The present invention has the task of developing a smart card of the 
type mentioned above so that by means of a least-cost process, an 
easily applicable product to the user of such a contact-functioning chip 
card, the possibility exists, the process of identification and transaction 
aware is to deliver and further order to avoid any conflict or 
confrontation with the Data Protection Act. 

The solution to this problem is given by the technical characteristics of 
claim 1. 

A manufacturing method of the inventive chip card is the subject of the 
independent claim 1 1 

The essential feature of the present invention thus is the conscious 
connection of a transponder coil, whereby preferably the contact 
surfaces of the transponder coil with associated contact surfaces of a 
chip module by the arbitrary circuit connected to each other. 

In a first preferred embodiment, these through-connection of the contact 
surfaces of the transponder coil is to the contact surfaces of the chip 
module on a resistive contact element, which consists for example of a 
pressure-sensitive conductive silicone rubber, which is as a contact 
material in the space between the two opposing contact surfaces, and - 
once the air gap between the contact surfaces is compressed, said 
contact element is used both in direct ohmic contact with the contact 
surfaces of the transponder coil and with the opposed contact surfaces 
of the chip module. 

The present invention is based on the finding that the implantation of a 
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chip module with contact areas on the map and the contact with the two 
ends of the coil can be procedurally easily brought about by so-called 
pressure-sensitive conductive silicone rubber mats with silver beads, 
and in a further embodiment, by making the card body and to be 
implanted chip module, a kind of mechanical switch can be made so 
that is where the idle state, an appropriate air gap between the contact 
partners, the only by mechanical pressure, such as by finger pressure, 
can be bridged in the area of the chip module and therefore the contact 
between the chip module and the transponder coil and thus to activate 
the transponder chip unit out. 

In another typical embodiment, the chip module to be a so-called hybrid 
engine that either contains two chips, a chip is responsible for contact- 
free transaction and a second chip to the standard contact and 
contactless transaction, or contain a combination chip that both 
functions in one chip united. In both cases, the contacts of the 
transponder coil on the underside or inside of the chip module are, 
respectively, on the side opposite to the contact surfaces of the contact 
smart chip module. 

In a further development of the present invention provides that the 
circuit of the transponder coil is not available with arbitrary connection of 
a contact element, but that the circuit is triggered by an external signal. 
This advanced technical teaching has the advantage that the chip card 
is secured against theft according to the invention simultaneously. An 
external signal to switch the transponder coil is triggered, for example, 
from a person recognition system, which, for example, visually or 
acoustically detect the user's authority to enter into a certain area. Once 
the system recognizes the authorized user, such an external signal is 
triggered, which then switches the transponder coil. The transponder 
coil then reads out data stored in the chip module, such as identification, 
date and other personal data, thereby ensuring that only authorized 
users of the smart card through the secured entrance passes. 

Transaction smart cards are required by the building and because of the 
not yet manufactured in large numbers and types of chip-chip modules 
typically more expensive to produce and in conjunction with a typical 
application of identification and usually longer in use as a conventional 
contact smart cards. On the lifetime and frequency of use of such hand- 
held cards are great demands made and in this regard, the bending 
stress is an essential constitute a criterion for a weak spot here are the 
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contacts and the dimensions of the chip area. In the present invention, 
the solid mechanical connection between the card body and the chip 
contacts and thus avoided much lower demands on the cracking 
resistance of the contact elements and the uniformity of the thermal 
expansion coefficient set of the various network partners. 

The production of the card base in a known manner of a typical 
embodiment in that thin sheets with typically 80-350 microns thick and 
formats for multiple uses, typically 24 or 48 cards per sheet, with 
dimensions of eg 30 x 50 cm or 50 x 70 cm the credit card in the 
production of offset printing and screen printing custom configurable 
and if necessary with the thermally activated adhesive coatings, 
preferably in the screen provided. 

An embodiment of the invention is further illustrated with reference to 
drawings. Will become apparent from the drawings and the description 
of other inventive features and advantages of the invention. 

Figure 1 shows the section through the chip module area of a chip card 
according to the invention, 

2 shows the top view of the film showing the transponder coil, 

3 shows the top view of the top of the chip card when not inserted chip 
module and switching element is not inserted, 

4 shows a variation with respect to FIG third 

As shown in Figure 1 , for example, two typical 80 microns thick, 
transparent cover films 1 and 2 are used as so-called overlay sheets. 
These transparent overlays can now either be on the inside with heat 
sealing adhesives by screen printing or direct coated with film suppliers, 
and depending on the required quality materials such as PVC-h, ABS, 
PET or polycarbonate (PC) can be used and Furthermore, where 
appropriate, pay attention to the availability of laser labels and / or 
embossing and / or installation of a magnetic strip to be. 

The next layer films are provided 3 to 5, with its outwardly directed 
surfaces can be graphically designed customized by means of offset 
printing and screen printing or by means of various digital printing 
processes. Usually these films in a neutral color and thickness of 80 
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microns are used to 350 my. The innermost layer of the chip card is a 
core sheet 4, which comprises, eg, ABS or PC material and a thickness 
of, for example, has 300 my. 

In this example, the film 5 is used in a thickness of about 300 my and, in 
combination with a PC cover film 1 , for example be made of ABS. In the 
embodiment according to the ABS is achieved compared to PC lower 
melting point better flow properties, which can also cause a more 
homogeneous laminate structure. 

Slide 3 is very thin in design, typically 80 microns and is used preferably 
be made of PC material in order to survive the drying process of the 
applied silver paste printed on the inside without substantial shrinkage 
can. That is, on this 80 my PC-white film, which is graphically designed 
to be outside, on the inside by means of screen printing, preferably 
cylindrical screen printing, printed a so-called transponder coil 13. It will 
be commercially available silver pastes, preferably with good electrical 
conductivity and used suitable for the plastic-film pressure. Such silver 
pastes are used in the production of flexible printed circuit boards made 
of polyester and polyamide films and can be dried at about 120 0 C 
without a dimensional effect takes place this PC films, which of course 
is for these multiple uses up very much. 

The geometry of the transponder coil is depending on the requirements 
on the characteristics of the coil 13, that the request to the transmitting 
and receiving process and the level of induced voltage generated in the 
coil - are elected - in order to power the semiconductor device. 

Here, the number of turns, the track width and track spacing, the shapes 
of the terminal contacts 10 and of course the thickness of the 
Leitpastenaufbaues or the type of conductive paste can be varied. 
Typically, some 3 to 5 turns with track widths in the range 100 microns 
to be elected to 1 mm. To keep the ohmic resistance as low as possible, 
may be performed several superimposed prints. In a lower-cost version 
can be the silver pastes by carbon paste, copper paste, or mixing of the 
different Leitpastentypen. 

A very important detail is the type of connector contacts 10, ie the 
formation of the ends of the coil 13 is, as they are required to contact 
the chip module 7. 
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In the present invention is now very important that the pads 9 of the chip 
module 7 on the bottom, ie the side that will come into contact with the 
coil connection contacts 10, are and have a correspondingly large 
distance so that the paths of the coil can be carried out 13 and between 
the ends of the coil can be performed 13 relatively large area. Current 
Leitpastendrucke in single-and multiple-pressure type have a thickness 
of 10 to 30 microns, typically 15-20 my in the dried state. 

The undercut of the recesses 14 and 15 after the lamination of the 
whole of the film layers 1-5 existing package must now be adjusted very 
precisely to the required depth, both to the conductive paste of the 
transponder coil 13 electrically expose, but otherwise not too strong a 
reduction of Leitpastendicke and thus bring about reduction of the 
cross-section of the coil 13. 

Conventional milling machines for the wells of chip modules are working 
with tolerances up to + / -10 my. In the present case, however, a 
tolerance of preferably + / -3 my is desirable. It still plays the thickness 
tolerance of the film layers 2 and 3, a very important role, since these 
must be included in the bill with tolerance. 

This very accurate mechanical exposure of the contacts 10 of the coil 
13 is in the present invention over the prior art relevant insofar as such 
usually exposed contacts 10 by conductive adhesive or conductive 
paste will be contacted and thus improve the Flachenleitwert. 

In the present invention, however, these pads 10 of the coil can be 
contacted 13 only by means of a switching element 6. This switching 
element 6 can for example consist of so-called pressure-sensitive 
conductive-rubber mats in thicknesses of, for example, 0.2 to 0.3 mm 
and from individual contact elements per line 10a or 10b. 

Such rubber mats are usually with nickel beads or silver beads 
produced in the form of a matrix and are conducting only when under 
pressure. According to the state of the art, such pressure sensitive 
conductive-rubber mats, for example, for contacting the glass 
substrates, typical of LCD's and monitors use and flexible substrates, 
and this is made by means of corresponding brackets on the pressure 
pads. 

In the present case by means of such pressure-sensitive conductive- 
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rubber mats can be very simple and efficient switch components, which 
can produce extremely small space on a functional contact without 
strong deformation processes in the individual layers of the identification 
card. 

In a further embodiment, to match the thickness of the individual film 
layers 1-5 of the ID card so that the documents may 2 and 3 are used 
as membrane and enclose between them an air gap which is bridged by 
applying pressure and thus a contact between the chip module 7 and 
transponder coil 13 can be produced. Here, the 
Leitpastenkontaktflachen 10 of coil 13 with the contact surfaces 9 of the 
chip module are compressed 7 and thereby activates the function of the 
transponder chip card. The system is also without conscious application 
of pressure is not active and therefore it can not be held unconscious 
identification or transaction. 

In extension of these mentioned embodiment can for their exposure to 
be applied to the pads 10 of Leitpastenkontaktflachen conductive 
elastomeric contact elements by means of dispenser or pad printing, so 
that in case of Druckaufbringens a resilient conductive element between 
the contacts 9 and 10 is present and to produce an optimum contact 
stability . 

The design of the chip module 7 is geometrically designed according to 
the state of the art, but with inward-looking to the transponder coil 
contact surfaces 9, preferably in gold plated or even tinned or nickel 
plated finish. Optionally, the chip module are still running with top-side 
contacts for contacting a contact chip system, where arrive depending 
on the customer one or two semiconductor elements are used. The 
mechanical fixation of the chip element 7 is in a form-fitting cutout 14, 
1 5 of the foil layers 1 , 5 and 4 8 using an adhesive fixing This is best 
achieved in terms of strength bending strength, and an optimum sealing 
of the interior (contact area) against any silver migration of silver paste. 
Furthermore, with this the state of the art process, a precise flatness of 
the surfaces can be achieved. 

Figures 3 and 4 show a plan view of the upper side (outer film layer 1) 
of the chip card when not inserted chip module and switching element is 
not inserted. It can be seen in the cut a section of the film layer 3, where 
appropriate, the transponder coil and contact terminals 10th The contact 
terminals 10, such as point-like 10a or to enlarge the contact surface 
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10b be formed oval. The cutout is increasing in size towards the surface 
of the card (see Figure 1) and you see a part of the film layer 5, which 
later glued the chip module 7 or welded. 
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